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Mehr als 40 Jahre Innovationserfolg o 4
In der Elektronik und Elektrotechnik ZURKCN.

Zuken Inc.
Unternehmenssitz
Yokohama, Japan

Grundungsjahr 1976

Umsatz Geschaftsjahr 2016/2017 22 199 000 JPY /~185M EUR

Hauptsitz des Unternehmens Yokohama, Japan
Zuken GmbH
Europazentrale Miinchen, Deutschland Europazentrale
£ Miinchen

Zentrale Nordamerika Westford, MA, USA
Bdrsennotierung Borse Tokyo Level-1

_ _ ‘ Zuken USA Inc.
Mitarbeiter (1.4.2018) 1.290 2= ¥ Zentrale Nordamerika

L& Westford, Massachusetts

Finanzstatus Profitabel, keine externen Geldgeber = 7
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Unsere Motivation

Problemlosung flr unsere Kunden

_ Mitarbeiter in
Sechs Entwicklungszentren F&E

F&E Zentrale

Sl und EMV

Elektrotechnik und Fluidik
Automotive und Transportation
PCB und Routing

Advanced Packaging

Yokohama, Japan 40 %

-
y A=

Paderborn
Ulm
Erlangen
Investition in
Bristol, United Kingdom F&E

San Jose, California, USA 2 5 %

UKCENL.

Entwicklung und Support

Mitarbeiter Weltweit

Betriebszugehorigkeit

550

>10 Jahre (Durchschnitt)
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Unsere Kunden ZzUKEN.

Markte und Industriesegmente

=]

Maschinenbau Endgerate Energie Medizintechnik

@ e &€

Automotive und Schienenfahrzeuge Luft-/Raumfahrt Militar/Verteidigung
Sonderfahrzeuge

Software und Dienstleistungen fur Elektronik und Elektrotechnik
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Zuken Losungen zur Elektronikentwicklung ZUKCENL.

System Level 2D/3D Multiboard Design

-DFM Elements

CR-AGO0

2~ System Planner

CR-BOGO

e
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Multiboard-Design und hohe Packungsdichten ZUKCENL.

Design Force — 2D/3D Multiboard Virtual Prototyping

« Moderne Kundendesigns erfordern bei der Entwicklung der Baugruppen die Unterstlitzung von 2D & 3D

« Zum Erreichen hoher Packungsdichten benétigt die Entwicklung Unterstiitzung flr Board-on-Board,
Package-on-Board, Chip-Package-Board Co-Design und weitere Technologien
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Qualitatssicherung in der Baugruppenentwicklung ZUKENL.

Zuken Advanced Design for Manufacturability

* Bereits wahrend der Entwicklungsphasen Floorplanning und Routing finden fertigungsrelevante Prifungen statt
« Zuken ADM verflugt tber mehr als 800 fertigungsrelevante Prifregeln fir PCB-, FPC- und LTCC-Designs
» Die rechenintensive Prifung findet auf einem Job Server statt und das Ergebnis ist im Layout voll integriert
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1ISO 26262 Verifier ZUKENL.

ISO 26262 — Funktionale Norm flr sicherheitsrelevante elektrischer/elektronische Systeme in Kraftfahrzeugen

+  Stetig steigende Anforderungen an die Elektronik bzgl. Komplexitat, Ausfallsicherheit und Zuverlassigkeit @ .
\

*  Vermeidung systematischer und zufalliger Fehler zur Minimierung der Risiken
*  Priufung der Automotive Safety Integrity Level SIL 1 bis SIL 4 — DIN EN 61508

| 1. Vocabalary |

2. Management of functional safety

I?-S Owverat satwty management

| [27 Satey manwgamen #her rewase for |
lusdm VGRS, CLrG M deveioy ]l.’rwnu::" ez

T ol | S 5. Produkt Entwicklung im Design Prozess auf 10 Ebenen
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S sl 5-10. Guideline fir Integration und Test
8. Supporting processes ‘

= A Quelle: Martin Hillenbrand “Funktionale Sicherheit nach ISO 26262 in der Konzeptphase der
E%&ﬂi’"‘“ — .::E’"?mw Entwicklung von Elektrik/Elektronik Architekturen von Fahrzeugen”, ISBN 978-3-86644-803-2
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ZUKCNL.

Prafung der Stromtragfahigkeit

Stromtragfahigkeitsprifung

« Bereits im Schaltplandesign lassen sich bei kritischen Strompfaden die erwarteten maximalen Stréme eintragen
« Die Auswertung erfolgt unmittelbar im gerouteten Layout zur Vermeidung von Brandfallen

-

&0
Soll-Zustand A

* Maximale Strome werden mit geringem Aufwand eingepflegt
 Die Prifung erfolgt per Simulation in wenigen Minuten
» Die Ergebnisse lassen sich im Layout optisch einblenden

* Leiterbahnbreiten und Flachen werden aufwéndig manuell geprift
» Die Kalkulation ist sehr zeitintensiv und fehlertrachtig

Prifung der thermischen Belastbarkeit Die Eingabe der Stromwerte
erfolgt bereits im Schaltplan

od Input cdd - ==
File View Filter Comumication Help
E-fiets | Wets | Conponents
net 0 Sheet
54 i
193

Manuelle Kalkulation

[ Reload 1 Save | Backaanotate Cancel |

Erforderliche Korrekturen des Layout lassen sich aufgrund
der eingeblendeten Ergebnisse effizient durchfihren j

h__d

Manuelle Prifung von Flachen und Leiterbahnbreiten
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P_rufung von Sicherheitsabstanden ZUKEN.
Bildung von Spannungsklassen

Bildung von Netzgruppen und Spannungsklassen

» Definition von Abstandsklassen unter Berticksichtigung der Spannungsdifferenzen und des Lagenaufbau
» Priufung der Sicherheitsabsténde erfolgt per Online Design Rule Check

L,
g

-

Soll-Zustand
« Eine manuelle Prifung von Sicherheitsabstanden ist sehr » Constraint-Vorgaben lassen sich programmunterstiitzt im
zeitintensiv und fehlertrachtig Schaltplan einpflegen und im Layout online prifen

Definition der Technologieregeln
erfolgt bereits im Schaltplan

Darstellung der Regel als Matrix

Spannungsklassen lassen sich optisch
im Schaltplan und Layout hervorheben

Eine manuelle Prifung ist sehr

Fur die Zertifizierung von Baugruppen » : .
zeitintensiv und fehleranfallig

ist die Prufung unerlasslich
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Sicherheitsanforderungen gemal IEC 62368-1 ZURKCENL

Elektrische Einrichtungen fir Nennspannungen bis 600V

« Ermittlung und Darstellung von Kriechstrecken und Berucksichtigung der 3D-Leiterplattenkontur DIN EN 50124-1
* Vorgabe der Isolationsabstande als Abstandsklassen DIN EN 50124-2

» Direktes Cross-Probing zwischen Ergebnis und Layout in 2D und 3D @ .

« Darstellung der Ergebnisse als Excel-Tabelle fiir den Beleg zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen DIN EN 50128/50129
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Qualitatssicherung durch Analyse-Programme ZUKENL.

Volistandig integrierte und Best-in-Class Simulationslésungen zur Qualitatssicherung

«  Zur Sicherstellung der Eigenstorsicherheit, Power-Integrity verfligt Zuken tber voll integrierte Lésungen
* Analog-, RF- und thermische Simulation wird tber Best-in-Class L6ésungen unterstitzt

SIGNAL INTEGRITY ANALOG SIMULATION RF SIMULATION EMI/POWER INTEGRITY 3D FULLWAVE EM THERMAL ANALYSIS

* Scenario EX + Analog Designer « Keysight ADS™ + Design Force PI * Ansys HFSS™ * Ansys Icepak™

« Desian Force SI Cadence PSpice™ « NI AWR MWO™ * Ansys Slwave™ + CST MWS® * Future Facilities
- » : » . " 6SigmaET™
+ Synopsys HSPICE Synopsys HSPICE « CST MWS® « Keysight ADS * Keysight ADS
* SiSoft™ Synopsys Saber™ « CST PCB STUDIO®
LTspice™
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Qualitatssicherung durch Domain Data Management LZUKENL.

Corporate IT Infrastructure ERP (sAP, etc)) WS/4 HANA

Enterprise PLM (Total BOM for Manufacturing) W"' windchill g" "TEA‘: ‘;f:fwn

r URKCN
z_
Mechanical Circuit/PCB Wire Harness Software Other
Domain EDM Domain EDM Domain EDM Domain EDM Domain EDM
S S Build Management
5 DS -
M-CAD E-CAD WH-CAD Software Other
N creo Development Development
< CR-80007 § Environment Environment
NX '
X
535 cATiA "y A =
7S SOLIDWORKS 4 Series
I g T " "

© Zuken 2018

Zuken proprietary information, forwarding beyond the intended recipient(s) is not permitted



Qualitatssicherung in der Baugruppenentwicklung ZUKCENL.
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Qualitatssicherung durch...

(ﬁ:ﬁ) Versionskontrollierte doméanenibergreifende Zusammenarbeit

@ Hohe Produktivitdt und Qualitat dank Design- und Datenkonsistenz

Prozesssicherheit durch firmenspezifische Freigabeprozesse

« vollstdndige Design- und Datenkonsistenz dank Vier-Punktvergleich zwischen
Schaltplan, Layout, Stickliste und Materialinformation

« Domaéanen-spezifische optionale Freigabe-Prozesse fur Schaltplan, Layout
und samtliche Bibliotheksobjekte

+ Verwendungsnachweis und Versionskontrolle fir Schaltplan-Module,
Layout-Module, Designdaten und samtliche Bibliotheksobjekte

« Re-Design unter Verwendung wohl definierter, alternativer Bauteilkomponenten
unter Beachtung elektrischer und fertigungstechnischer Aspekte

«  Anderungsmanagement von varianten Design-Daten per Knopfdruck

« Direkter Vergleich von verschiedenen Versions-Standen bei Schaltplanen
bzw. Layouts inklusive aller Design- und Fertigungsparameter

* Versionskontrollierter Datenaustausch zwischen Elektronik, Elektrik und M-CAD
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Fazit ZUKCNL.

Corporate IT Infrastructure ERP (SAP, etc.) WS /4 HANA
= Wir fokussieren uns auf unsere Kernkompetenzen | —
Elektronik Enterprise PLM (Total BOM for Manufacturing) W'y windchill "n:;f:?vm
F
— ' - s
Elektrotechnik 2 UKEN
— Datenmanagement EE Mechanical Circuit/PCB Wire Harness Software Other
Domain EDM Donl's_li;l EDM Dogii:” EDM Doméi:illdEDM Domain EDM
- DlenSﬂeIStung EE D_}/c? ”_J/E Management
= Wir sind offen fur interdisziplinare Zusammenarbeit I . . I l |
M-CAD E-CAD | WH-CAD | Software Other | ‘
— E-CAD & creo Development Development
\ - C}ﬁ;:’g@@@w g Environment Environment ‘
2 -
~ M-CAD N ofe | e \
— Software = I ’

= Unsere L6sungen sind Teil eines interdisziplindren Produktentstehungsprozesses

— Domain Datenmanagement

— ERP- und PLM-Integration auf der Basis einer objektorientierten Architektur
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